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MODUL CAD

PANDUAN PENGGUNAAN MOLDFLOW
Studi Kasus:

Aplikasi Moldflow dalam Perancangan Produk
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Mold Fill Analysis

Predicts the flow of plastic through the entire mold (includes the
feed system).

Provides reports for Fill Time, Plastic Flow, Confidence of Fill,
Quality Prediction, Air Traps, and Weld Lines based on the created
feeding system and process settings. Independent of the Part Fill
Analysis results.
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KATA PENGANTAR

Puji Tuhan senantiasa dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Agung atas rahmat dan
karunia yang selalu dilimpahkan-Nya, sehingga modul panduan ini dapat selesai untuk
mempermudah teman-teman muda mempelajari mata kuliah CAD secara umum, dan
moldflow secara khusus.

Penyusunan modul ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang dengan
tulus memberikan doa, saran, dan kritik sehingga modul ini dapat terselesaikan.

Dalam modul ini, penyusun mencoba menyajikan materi kuliah dalam dua aspek
yaitu teori yang praktis dan tutorial langkah demi langkah penggunaan aplikasi moldflow yang
digunakan dalam kasus perancangan produk sebagai tahapan awal proses pembuatan cetakan.
Materi teori tersebut dapat memberikan wawasan dan kekayaan literasi bagi rekan-rekan
muda, sedangkan tutorial diharapkan memberikan gambaran tentang tahapan yang secara
umum dilakukan dalam proses perancangan cetakan.

Dalam kesadaran penyusun, modul ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, segala
bentuk saran, masukan, bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat
diharapkan. Akhir kata, semoga modul ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif
bagi teman-teman muda secara khusus, dan masyarakat secara umum.

Cikarang, 20 Desember 2023

Yohanes T. Wibowo
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